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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

①業績全般について

当第３四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、国内では円安や原油安の影響もあって緩やか

な回復基調の中にありましたが、海外では米国経済が緩やかな回復基調にあるものの、中国経済の減速や欧州や

中東の地政学的リスクの高まりなどがあり、総じて先行き不透明な状況が続きました。

このような状況において、当社グループでは、液晶パネル分野はＴＶ用大型パネル向け装置の受注が減少しま

したが、スマートフォンやタブレットなどモバイル機器用中小型パネル向け装置の受注は増加、全体として受注

は増加し、同様に売上も増加しました。

半導体分野は、顧客の設備投資時期の調整などにより前工程向け装置の受注が減少しましたが、モバイル機器

用半導体の需要増を受けて後工程向けボンディング装置の受注は増加、全体として受注は減少し、売上は前工程

向け装置および後工程向けボンディング装置ともに増加しました。

こうした中で、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高は32,810百万円（前年同期比4.0％増）、売上高は

31,907百万円（前年同期比9.4％増）となりました。利益については、営業利益は494百万円（前年同期は営業損

失110百万円）、経常利益は473百万円（前年同期は経常利益８百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

183百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失433百万円）となりました。

②セグメントの業績について

（ファインメカトロニクス部門）

液晶パネル前工程では、大型パネル向け装置の受注は減少しましたが中小型パネル向け装置の受注は大幅に増

加、全体として受注は増加し、同様に売上も増加しました。

半導体前工程では、半導体マスク関連装置は受注、売上ともに増加しましたが、半導体ＷＥＴ装置は顧客の設

備投資時期の調整などにより受注、売上ともに減少しました。

部門全体では受注、売上ともに増加しました。一方、将来に向けた研究開発投資や棚卸資産評価減を進めたこ

と、想定の範囲内ではあるものの原材料の輸入価格が増加していることに加え、現地費用の増加によりセグメン

ト損失となりましたが、若干の改善となりました。

この結果、当セグメントの売上高は17,774百万円（前年同期比11.3％増）、セグメント損失は477百万円（前年

同期はセグメント損失521百万円）となりました。

（メカトロニクスシステム部門）

液晶パネル後工程向け装置は、受注は減少しましたが、売上は、大型パネル向け、中小型パネル向けともに増

加しました。

半導体後工程向け装置は、モバイル機器用半導体の需要増を受け、受注、売上ともに増加しました。

また、太陽電池用製造装置の大型受注がありました。真空応用装置は、受注、売上ともに減少しました。 

部門全体では受注は減少しましたが、売上は増加しました。また、プロダクトミックスの変動により収益性の

高い装置の売上に占める割合が増加したことなどによりセグメント利益が増加しました。 

この結果、当セグメントの売上高は11,479百万円（前年同期比8.3％増）、セグメント利益は937百万円（前年

同期比164.7％増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ137百万円減少し54,583百万円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ298百万円減少し41,919百万円となりました。これは主に、現金及び預金

が増加したものの、売掛金及び棚卸資産が減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ161百万円増加し12,663百万円となりました。これは主に、有形固定資産

及び無形固定資産が減価償却等により減少したものの、評価設備等の製作により建設仮勘定が増加したことによ

るものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ246百万円減少し38,416百万円となりました。これは主に、支払

手形が減少したことによるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ108百万円増加し16,166百万円となりました。これは主に、親

会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金及び未認識債務の減少に伴って退職給付に係る調整累

計額が増加したことによるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績につきましては、ほぼ当初の計画通りに推移していますので平成27年４月23日に公表いたしました業

績予想から変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算しており

ます。

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（連結財務諸表に関する会計基準の適用）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）を第１四半期連結会計期間か

ら適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連

結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,213 5,091 

受取手形及び売掛金 30,567 29,274 

電子記録債権 322 690 

商品及び製品 1,440 1,421 

仕掛品 3,149 3,077 

原材料及び貯蔵品 159 183 

繰延税金資産 648 417 

未収入金 1,221 1,013 

その他 532 769 

貸倒引当金 △37 △20 

流動資産合計 42,217 41,919 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 28,275 28,284 

減価償却累計額 △18,708 △19,074 

建物及び構築物（純額） 9,567 9,209 

機械装置及び運搬具 3,072 3,463 

減価償却累計額 △2,297 △2,721 

機械装置及び運搬具（純額） 775 742 

工具、器具及び備品 597 649 

減価償却累計額 △491 △527 

工具、器具及び備品（純額） 105 122 

土地 119 119 

リース資産 369 354 

減価償却累計額 △259 △267 

リース資産（純額） 110 86 

建設仮勘定 525 1,102 

有形固定資産合計 11,203 11,382 

無形固定資産    

特許権 362 352 

その他 201 174 

無形固定資産合計 564 526 

投資その他の資産    

投資有価証券 125 131 

長期前払費用 6 6 

繰延税金資産 217 231 

その他 386 387 

貸倒引当金 △1 △1 

投資その他の資産合計 734 754 

固定資産合計 12,502 12,663 

資産合計 54,720 54,583 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 12,618 12,381 

短期借入金 5,720 5,570 

1年内返済予定の長期借入金 700 － 

リース債務 39 36 

未払法人税等 205 70 

未払費用 2,813 3,007 

前受金 542 672 

役員賞与引当金 23 25 

受注損失引当金 21 － 

その他 463 456 

流動負債合計 23,146 22,220 

固定負債    

長期借入金 5,800 6,500 

リース債務 83 60 

長期未払金 4 4 

退職給付に係る負債 6,134 6,166 

役員退職慰労引当金 11 5 

修繕引当金 373 347 

資産除去債務 34 34 

長期預り保証金 3,072 3,075 

固定負債合計 15,515 16,195 

負債合計 38,662 38,416 

純資産の部    

株主資本    

資本金 6,761 6,761 

資本剰余金 9,107 9,107 

利益剰余金 2,386 2,422 

自己株式 △1,721 △1,722 

株主資本合計 16,534 16,568 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 32 35 

為替換算調整勘定 401 330 

退職給付に係る調整累計額 △910 △768 

その他の包括利益累計額合計 △476 △402 

純資産合計 16,057 16,166 

負債純資産合計 54,720 54,583 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 29,173 31,907 

売上原価 22,929 24,801 

売上総利益 6,244 7,105 

販売費及び一般管理費 6,355 6,610 

営業利益又は営業損失（△） △110 494 

営業外収益    

受取利息 9 7 

受取配当金 1 1 

為替差益 347 89 

デリバティブ評価益 － 10 

保険解約返戻金 21 － 

その他 69 43 

営業外収益合計 449 152 

営業外費用    

支払利息 109 109 

デリバティブ評価損 172 － 

その他 46 64 

営業外費用合計 329 174 

経常利益 8 473 

特別損失    

事業構造改善費用 93 － 

環境対策費 71 － 

特別損失合計 165 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△156 473 

法人税、住民税及び事業税 31 76 

法人税等調整額 245 213 

法人税等合計 276 290 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △433 183 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△433 183 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △433 183 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 6 3 

為替換算調整勘定 13 △70 

退職給付に係る調整額 192 141 

その他の包括利益合計 213 74 

四半期包括利益 △220 258 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △220 258 

 

- 7 -

芝浦メカトロニクス㈱（6590）平成28年3月期 第３四半期決算短信



（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 

合計 
 

ファインメカ
トロニクス 

メカトロニク
スシステム 

流通機器 
システム 

不動産賃貸 

売上高          

外部顧客への売上高 15,975 10,597 1,130 1,470 29,173 

セグメント間の内部売上高又は振替高 8 137 0 － 146 

計 15,984 10,734 1,130 1,470 29,320 

セグメント利益又はセグメント損失（△） △521 354 △71 336 98 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 98

全社費用（注） △218

その他 129

四半期連結損益計算書の経常利益 8

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用でありま

す。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 

合計 
 

ファインメカ
トロニクス 

メカトロニク
スシステム 

流通機器 
システム 

不動産賃貸 

売上高          

外部顧客への売上高 17,774 11,479 1,137 1,515 31,907 

セグメント間の内部売上高又は振替高 13 111 0 － 124 

計 17,787 11,591 1,137 1,515 32,032 

セグメント利益又はセグメント損失（△） △477 937 △75 369 754 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 754

全社費用（注） △300

その他 20

四半期連結損益計算書の経常利益 473

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用でありま

す。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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